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This technical report has been prepared by Jisso MID techinical report group, technical standardization 

committee on surface mount technology, Japan Electronics and Information Technology Industries 

Association (JEITA). This technical report, conforming to the style defined in JEITA TSC-16, is an individual 

standard. 

 

This technical report is a publication protected by copyright law and no part of this publication may be 

reproduced or utilized in any form or by any means without permission in writing from the publisher. 

Attention is called to the possibility that some of the elements of JEITA technical report may be the subject 

of patent rights, including patent, utility model, and design registration. JEITA shall not be held responsible 

for identifying any or all such patent rights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
JEITA ETR-7036 

 

(4) 

 

まえがき 

 

 この技術レポートは，一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の実装技術標準化専門委員会の実

装用 MID 技術レポート PG が作成したものである。 

この技術レポートは，JEITA TSC-16（電子情報技術産業協会規格類の作成基準）の様式によって作成し

た技術レポートである。 

この技術レポートは，著作権法によって保護されている著作物であるため，許可なくこの規格の一部又

はすべてを複製・転載することを禁止する。 

この技術レポートは，この技術レポートの一部が，工業所有権（特許権，実用新案権，意匠権など）に

抵触する可能性に関係なく制定されている。一般社団法人 電子情報技術産業協会は，このような工業所有

権に係る確認について，責任はもたない。 
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Technical Report of Japan Electronics and Information Technology Industries Association 

 
Technical Guideline for JISSO MID 

 

1  Scope 

This Technical Report (TR) describes Jisso MID, which are electronic devices created by joining 

components to conductor circuits created using MID technology. 

 

2  Normative reference 

The following standards and techniques are incorporated into this Technical Report (TR) through their 

reference. For those standards and techniques with a year attached, the edition of the indicated year shall 

apply, and subsequent revisions (including amendments) shall not apply. For those standards and 

techniques without a year attached, the latest edition (including amendments) shall apply. 

IEC 60068-1, Environmental testing - Part 1: General and guidance 

 Note The corresponding IEC standard is Japanese Industrial Standards:JIS C 60068-1 

Environmental testing methods - Electrical and electronic - Part 1: General rules and 

guidelines. 

IEC 60068-2-45, Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and guidance: 

Immersion in cleaning solvents 

 Note The corresponding IEC standard is JIS C60068-2-45 Environmental testing procedures of 

electronic and electrical resistance to solvents (immersion in cleaning solvents. 

IEC 60068-2-58, Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, 

resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting 

devices (SMD) 

 Note The corresponding IEC standard is JIS C 60068-2-58  Environmental testing- Part 2-58: 

Tests-Test Td : Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to 

soldering heat of surface mounting devices (SMD). 

IEC 60068-2-88, Environmental testing - Part 2-58: Tests – Test XD: Resistance of components and 

assemblies to liquid cleaning media 

IEC 60194-1, Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 1: Common 

usage in printed board and electronic assembly technologies 

 Note The corresponding IEC standard is JIS C 60194-1, Printed boards design, manufacture and 

assembly - Vocabulary - Part 1: Common usage in printed board and electronic assembly 

technologies. 

IEC 60243-1, Electric strength of insulating materials−Test methods−Part 1: Tests at power 

frequencies 

IEC 60914-2, Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 2: Common 

usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly 

technologies 
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電子情報技術産業協会技術レポート 
 

実装用 MID 技術ガイドライン 
Technical Guideline for JISSO MID 

 

1 適用範囲 

 この技術レポートは，MID（エムアイディー）技術を用いて作成した導体回路に，部品を接合して作成

する電子機器である実装 MID について記載する。 

 

2 引用規格 

 次に掲げる規格類は，この技術レポートに引用されることによって，この技術レポートの規定の一部を

構成する。これらの引用規格類のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後

の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格類は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

IEC 60068-1, Environmental testing - Part 1: General and guidance 

 注記 この対応 IEC 規格には，JIS C 60068-1 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針

が制定されている。 

IEC 60068-2-45, Basic environmental testing procedures - Part 2-45: Tests - Test XA and guidance: 

Immersion in cleaning solvents 

 注記 この対応 IEC 規格には，JIS C 60068-2-45 環境試験方法－電気・電子－耐溶剤性（洗浄溶剤

浸せき）試験方法が制定されている。 

IEC 60068-2-58, Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance 

to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD) 

 注記 この対応 IEC 規格には，JIS C 60068-2-58 環境試験方法－電気・電子－第 2-58 部：表面実装

部品（SMD）のはんだ付け性，電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法が制定され

ている。 

IEC 60068-2-88, Environmental testing - Part 2-58: Tests – Test XD: Resistance of components and 

assemblies to liquid cleaning media 

IEC 60194-1, Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 1: Common usage in 

printed board and electronic assembly technologies 

 注記 この対応 IEC 規格には，JIS C 60194-1 プリント基板の設計，製造及び組立－用語－第 1 部：

プリント基板及び電子実装技術共通が制定されている。ただし，整合度は MOD 1)である。 

IEC 60243-1, Electric strength of insulating materials−Test methods−Part 1: Tests at power frequencies 

IEC 60914-2, Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 2: Common usage in 

electronic technologies as well as printed board and electronic assembly technologies 
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